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【57】申請專利範圍
1.　一種混光式多晶片封裝結構，所述混光式多晶片封裝結構包括：一電路基板；一第一發
光模組，所述第一發光模組包括多個設置在所述電路基板上且電性連接於所述電路基板

的第一發光元件；一第一封裝膠體，所述第一封裝膠體設置在所述電路基板上以覆蓋多

個所述第一發光元件；一第二發光模組，所述第二發光模組包括多個設置在所述電路基

板上且電性連接於所述電路基板的第二發光元件，其中所述第一發光模組以及所述第一

封裝膠體被多個所述第二發光元件所圍繞；以及一第二封裝膠體，所述第二封裝膠體設

置在所述電路基板上以覆蓋所述第一發光模組、所述第二發光模組以及所述第一封裝膠

體。

2.　如請求項 1所述的混光式多晶片封裝結構，其中，每一個所述第一發光元件為一用於產
生一第一預定顏色光束的第一發光二極體裸晶片，每一個所述第二發光元件為一用於產

生一第二預定顏色光束的第二發光二極體裸晶片，且所述第一發光元件所產生的所述第

一預定顏色光束與所述第二發光元件所產生的所述第二預定顏色光束相同或相異，其中

所述第一封裝膠體具有一接觸所述電路基板的第一弧形出光面，且所述第二封裝膠體具

有一接觸所述電路基板的第二弧形出光面。

3.　如請求項 1所述的混光式多晶片封裝結構，還進一步包括：一第一反光膠體，所述第一
反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第一發光模組；其中，所

述第一封裝膠體的所在位置被所述第一反光膠體所限制，且所述第一反光膠體被多個所

述第二發光元件所圍繞；其中，所述第一反光膠體從一第一塗佈起始點延伸至一與所述

第一塗佈起始點相互重疊的第一塗佈終止點，且所述第一反光膠體具有一位於所述第一

塗佈終止點上的第一凸出部；其中，每一個所述第一發光元件為一用於產生一第一預定

顏色光束的第一發光二極體裸晶片，每一個所述第二發光元件為一用於產生一第二預定

顏色光束的第二發光二極體裸晶片，且所述第一發光元件所產生的所述第一預定顏色光

束與所述第二發光元件所產生的所述第二預定顏色光束相同或相異；其中，所述第一封
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裝膠體具有一接觸所述第一反光膠體而與所述電路基板彼此分離的第一弧形出光面，且

所述第二封裝膠體具有一接觸所述電路基板的第二弧形出光面。

4.　如請求項 1所述的混光式多晶片封裝結構，還進一步包括：一第二反光膠體，所述第二
反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第一發光模組以及所述第

二發光模組；其中，所述第二封裝膠體的所在位置被所述第二反光膠體所限制；其中，

所述第二反光膠體從一第二塗佈起始點延伸至一與所述第二塗佈起始點相互重疊的第二

塗佈終止點，且所述第二反光膠體具有一位於所述第二塗佈終止點上的第二凸出部；其

中，每一個所述第一發光元件為一用於產生一第一預定顏色光束的第一發光二極體裸晶

片，每一個所述第二發光元件為一用於產生一第二預定顏色光束的第二發光二極體裸晶

片，且所述第一發光元件所產生的所述第一預定顏色光束與所述第二發光元件所產生的

所述第二預定顏色光束相同或相異；其中，所述第一封裝膠體具有一接觸所述電路基板

的第一弧形出光面，且所述第二封裝膠體具有一接觸所述第二反光膠體而與所述電路基

板彼此分離的第二弧形出光面。

5.　如請求項 1所述的混光式多晶片封裝結構，還進一步包括：一第一反光膠體，所述第一
反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第一發光模組；以及一第

二反光膠體，所述第二反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第

一發光模組以及所述第二發光模組；其中，所述第一封裝膠體的所在位置被所述第一反

光膠體所限制，所述第一反光膠體被多個所述第二發光元件所圍繞，且所述第二封裝膠

體的所在位置被所述第二反光膠體所限制；其中，所述第一反光膠體從一第一塗佈起始

點延伸至一與所述第一塗佈起始點相互重疊的第一塗佈終止點，且所述第一反光膠體具

有一位於所述第一塗佈終止點上的第一凸出部；其中，所述第二反光膠體從一第二塗佈

起始點延伸至一與所述第二塗佈起始點相互重疊的第二塗佈終止點，且所述第二反光膠

體具有一位於所述第二塗佈終止點上的第二凸出部；其中，每一個所述第一發光元件為

一用於產生一第一預定顏色光束的第一發光二極體裸晶片，每一個所述第二發光元件為

一用於產生一第二預定顏色光束的第二發光二極體裸晶片，且所述第一發光元件所產生

的所述第一預定顏色光束與所述第二發光元件所產生的所述第二預定顏色光束相同或相

異；其中，所述第一封裝膠體具有一接觸所述第一反光膠體而與所述電路基板彼此分離

的第一弧形出光面，且所述第二封裝膠體具有一接觸所述第二反光膠體而與所述電路基

板彼此分離的第二弧形出光面。

6.　一種混光式多晶片封裝結構，所述混光式多晶片封裝結構包括：一電路基板；一第一發
光模組，所述第一發光模組包括多個設置在所述電路基板上且電性連接於所述電路基板

的第一發光元件；一第一封裝膠體，所述第一封裝膠體設置在所述電路基板上以覆蓋多

個所述第一發光元件；一第二發光模組，所述第二發光模組包括多個設置在所述電路基

板上且電性連接於所述電路基板的第二發光元件，其中所述第一發光模組以及所述第一

封裝膠體被多個所述第二發光元件所圍繞；以及一第二封裝膠體，所述第二封裝膠體設

置在所述電路基板上以覆蓋所述第二發光模組，其中所述第二封裝膠體圍繞所述第一封

裝膠體且緊連所述第一封裝膠體。

7.　如請求項 6所述的混光式多晶片封裝結構，其中，每一個所述第一發光元件為一用於產
生一第一預定顏色光束的第一發光二極體裸晶片，每一個所述第二發光元件為一用於產

生一第二預定顏色光束的第二發光二極體裸晶片，且所述第一發光元件所產生的所述第

一預定顏色光束與所述第二發光元件所產生的所述第二預定顏色光束相同或相異，其中

所述第一封裝膠體具有一接觸所述電路基板的第一弧形出光面，且所述第二封裝膠體具

有一接觸所述電路基板以及所述第一封裝膠體的第二弧形出光面。

8.　如請求項 6所述的混光式多晶片封裝結構，還進一步包括：一第一反光膠體，所述第一
反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第一發光模組；其中，所
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述第一封裝膠體的所在位置被所述第一反光膠體所限制，且所述第一反光膠體被多個所

述第二發光元件所圍繞；其中，所述第一反光膠體從一第一塗佈起始點延伸至一與所述

第一塗佈起始點相互重疊的第一塗佈終止點，且所述第一反光膠體具有一位於所述第一

塗佈終止點上的第一凸出部；其中，每一個所述第一發光元件為一用於產生一第一預定

顏色光束的第一發光二極體裸晶片，每一個所述第二發光元件為一用於產生一第二預定

顏色光束的第二發光二極體裸晶片，且所述第一發光元件所產生的所述第一預定顏色光

束與所述第二發光元件所產生的所述第二預定顏色光束相同或相異；其中，所述第一封

裝膠體具有一接觸所述第一反光膠體而與所述電路基板彼此分離的第一弧形出光面，且

所述第二封裝膠體具有一接觸所述電路基板以及第一反光膠體的第二弧形出光面。

9.　如請求項 6所述的混光式多晶片封裝結構，還進一步包括：一第二反光膠體，所述第二
反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第一發光模組以及所述第

二發光模組；其中，所述第二封裝膠體的所在位置被所述第二反光膠體所限制；其中，

所述第二反光膠體從一第二塗佈起始點延伸至一與所述第二塗佈起始點相互重疊的第二

塗佈終止點，且所述第二反光膠體具有一位於所述第二塗佈終止點上的第二凸出部；其

中，每一個所述第一發光元件為一用於產生一第一預定顏色光束的第一發光二極體裸晶

片，每一個所述第二發光元件為一用於產生一第二預定顏色光束的第二發光二極體裸晶

片，且所述第一發光元件所產生的所述第一預定顏色光束與所述第二發光元件所產生的

所述第二預定顏色光束相同或相異；其中，所述第一封裝膠體具有一接觸所述電路基板

的第一弧形出光面，且所述第二封裝膠體具有一接觸所述第一封裝膠體以及所述第二反

光膠體的第二弧形出光面。

10.   如請求項 6所述的混光式多晶片封裝結構，還進一步包括：一第一反光膠體，所述第一
反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第一發光模組；以及一第

二反光膠體，所述第二反光膠體以塗佈方式環繞地設置在所述電路基板上以圍繞所述第

一發光模組以及所述第二發光模組；其中，所述第一封裝膠體的所在位置被所述第一反

光膠體所限制，所述第一反光膠體被多個所述第二發光元件所圍繞，且所述第二封裝膠

體的所在位置被所述第二反光膠體所限制；其中，所述第一反光膠體從一第一塗佈起始

點延伸至一與所述第一塗佈起始點相互重疊的第一塗佈終止點，且所述第一反光膠體具

有一位於所述第一塗佈終止點上的第一凸出部；其中，所述第二反光膠體從一第二塗佈

起始點延伸至一與所述第二塗佈起始點相互重疊的第二塗佈終止點，且所述第二反光膠

體具有一位於所述第二塗佈終止點上的第二凸出部；其中，每一個所述第一發光元件為

一用於產生一第一預定顏色光束的第一發光二極體裸晶片，每一個所述第二發光元件為

一用於產生一第二預定顏色光束的第二發光二極體裸晶片，且所述第一發光元件所產生

的所述第一預定顏色光束與所述第二發光元件所產生的所述第二預定顏色光束相同或相

異；其中，所述第一封裝膠體具有一接觸所述第一反光膠體而與所述電路基板彼此分離

的第一弧形出光面，且所述第二封裝膠體具有一接觸所述第一反光膠體以及所述第二反

光膠體的第一弧形出光面。

圖式簡單說明

圖 1為本發明第一實施例的混光式多晶片封裝結構沒有第一封裝膠體以及第二封裝膠體
的俯視示意圖。

圖 2為本發明第一實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 3為本發明第二實施例的混光式多晶片封裝結構沒有第一封裝膠體以及第二封裝膠體

的俯視示意圖。

圖 4為本發明第二實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
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圖 5為本發明第三實施例的混光式多晶片封裝結構沒有第一封裝膠體以及第二封裝膠體
的俯視示意圖。

圖 6為本發明第三實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 7為本發明第四實施例的混光式多晶片封裝結構沒有第一封裝膠體以及第二封裝膠體

的俯視示意圖。

圖 8為本發明第四實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 9為本發明第五實施例的混光式多晶片封裝結構的俯視示意圖。
圖 10為本發明第五實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 11為本發明第六實施例的混光式多晶片封裝結構的俯視示意圖。
圖 12為本發明第六實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 13為本發明第七實施例的混光式多晶片封裝結構的俯視示意圖。
圖 14為本發明第七實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 15為本發明第八實施例的混光式多晶片封裝結構的俯視示意圖。
圖 16為本發明第八實施例的混光式多晶片封裝結構的剖面示意圖。
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